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IPC-2591，版本 2.0 
互联工厂数据交换（CFX）

1 范围

本标准规定了电子装配制造领域中制造过程与相关主机系统之间进行全向数据交换的要求。本标准适用于印制板组

件制造中所有可执行工序（包括自动化、半自动化以及手动工序）之间的通信，同时也适用于相关的机械装配与事

务性工序。

1.1 目的 随着制造业的成长对数字建模的接受与实践，在机器、系统与制造过程间进行信息交换时，因为整体工

业物联网（IIoT）标准的缺乏而严重限制了电子制造业数字化、计算机化的发展。同样，抑制“工业 4.0”和“智慧

工厂”这些 技术创新应用到不同规模、行业与地点的企业中。

互联工厂数据交换（CFX）标准在制造过程中提供了真正意义上“即插即用”的物联网（IoT）通信环境，所有的设

备、制造过程与事务站点可以相互通信，无需进行定制开发或使用定制接口。通过应用 CFX 标准，来自不同供应商

的设备与解决方案能够实现无缝协同。

该 CFX 标准有许多类型的用户，包括设备供应商、解决方案供应商、企业内的信息技术（IT）工作组等。CFX 标

准定义的多种类型的数据被应用在各种不同的系统中；例如，闭环反馈系统、现场生产仪表板、可追溯性（IPC-
1782）、制造执行系统（MES）控制、精益供应链管理、主动质量管理与生产控制等。

由于 CFX 数据具有全向性，任何 CFX 端点连接都可以创建或使用数据。例如，某台设备与来自不同供应商的设备

连接在一起组成一条产线。该设备既能够将 CFX 消息发送到产线中的其他设备，也能够将 CFX 消息发送到如 MES
的主机系统。同时，该设备也能够从产线中的其他设备或主机系统接收 CFX 消息，以此优化该设备的运行，并能

使设备供应商开发出更有附加价值的新功能，如支持设备专有的工业 4.0。通过这种方式，智能化、数字化的工业 4.0
工厂将由许多不同的工业 4.0 电脑化应用构成。每个应用可由不同的供应商提供，实现设备、产线、工厂甚至企业

层级的协作，并通过 CFX 无缝地共享数据。

CFX 标准中的“大数据”概念包括了来自整个工厂的不同类型数据，如绩效、物料、资源、用户、品质、产品追溯等，

这些数据共同形成了一个“大数据”环境。由此，CFX 能够为制造过程提供更多的附加值，例如，提升运营效率和

生产力、质量和可靠性、灵活性与反应能力。借助 CFX 标准，组织将能够确保最终用户及消费者获得满意或超出预

期的产品和服务，并采用最及时、最经济可行的方法。

1.2 本标准适用范围 本标准定义了贯穿整个装配生产过程的通信协议与消息内容，不用考虑操作类型和操作方

法。本标准同样适用于事务型操作。本标准在产品分类领域、运营规模及地域方面没有限制，也不局限于表面贴装

技术（SMT）有关的生产。虽然本标准旨在支持印制板生产的相关业务，但CFX的应用范围同样可以扩展到机械装配、

定制化、包装和运输等下游环节，以及电气、机械部件等上游环节。

1.3 CFX和 Hermes标准 CFX 标准是 IPC-HERMES-9852 的补充。Hermes 标准作为表面贴装设备制造商协会

（SMEMA）标准更高级、更智能的替代方案，能提供几乎实时的产线控制，并在生产单元通过生产线时传递该生产

单元的信息。CFX 提供了与 Hermes 互为补充的垂直领域消息传递。 

1.4 本标准的更新 IPC-CFX 标准技术组计划对本标准进行频繁的增量修订，以支持更多的设备和工艺。版本更新

有版本号和更改（添加、删除等）标识。这样读者可以很容易地识别每个版本中的更改。图 1-1 以本标准中 CFX.
Production.TestAndInspection 表的一部分为例介绍了版本变更跟踪。

附录 A 还提供了详细的版本历史记录。




